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Requisitos para Ensambles
Eléctricos y Electrónicos Soldados

1.0 GENERAL

1.1 Alcance Esta norma describe materiales, métodos y criterios de aceptación para la fabricación de ensambles eléctricos
y electrónicos soldados. La intención de este documento es contar con la metodología de control de proceso para asegurar
niveles de calidad consistentes durante la fabricación de productos. Esta norma no tiene la intención de excluir ningún
procedimiento, como por ejemplo la colocación de componentes, o la aplicación de flux y soldadura para realizar la
conexión eléctrica.

Las operaciones de soldadura, los equipos, y las condiciones descritas en este documento están basadas en circuitos
eléctricos/electrónicos que fueron diseñados y fabricados de acuerdo con las especificaciones enumeradas en la Tabla 1-1.

1.2 Propósito Esta norma prescribe requisitos de materiales, requisitos de procesos, y requisitos de aceptabilidad para la
fabricación de ensambles eléctricos y electrónicos soldados. Para una comprensión más completa de las recomendaciones y
los requisitos en este documento, se puede usar este documento en conjunto con IPC-HDBK-001, IPC-AJ-820 e IPC-A-610.
Las normas pueden actualizarse en cualquier momento, incluso con la incorporación de enmiendas. El uso de una enmienda
o una revisión nueva no es un requisito automático.

1.3 Clasificación Esta norma reconoce que los ensambles eléctricos o electrónicos están sujetos a clasificaciones según la
intención de uso del producto final. Se han establecido tres clases de producto final generales para reflejar las diferencias en
la manufacturabilidad, la complejidad, los requisitos de rendimiento funcional, y la frecuencia de verificación (inspección/
pruebas).

El uso de la norma requiere acordar la clase a la cual pertenece el producto. El Usuario tiene la responsabilidad de identificar
la clase a la cual se fabrica el ensamble. La clase del producto debería estar escrita en la documentación de compras. En caso
de que el Usuario no establezca y documente la clase del producto, el fabricante podrá hacerlo.

CLASE 1 Productos Electrónicos Generales
Incluye productos adecuados para aplicaciones donde el requisito principal es la función del ensamble completo.

CLASE 2 Productos Electrónicos de Servicio Dedicado
Incluye productos donde se requiere un rendimiento continuo y una vida útil prolongada, y para el cual un servicio
ininterrumpido es deseable, pero no es crítico. �ormalmente el entorno de uso final no causaría fallos.

CLASE 3 Productos Electrónicos de Alto Rendimiento/Entorno Severo
Incluye productos donde el alto rendimiento continuo o rendimiento bajo demanda es fundamental, los tiempos de inacti-
vidad no son tolerables, el entorno de uso final puede ser severo y el equipo tiene que funcionar cuando sea necesario, por
ejemplo soporte vital u otros sistemas críticos.

1.4 Unidades de Medida y Aplicaciones Esta norma utiliza unidades del International System of Units (SI) de acuerdo
con ASTM SI10, IEEE/ASTM SI 10, Sección 3 [Para mayor comodidad las unidades equivalentes al Imperial English
se encuentran entre paréntesis]. Las unidades SI usadas en esta norma están en milímetros (mm) pulgadas [in] para
las dimensiones y las tolerancias dimensionales, Centígrados (°C) Fahrenheit [°F] para temperaturas y tolerancias
de temperatura, gramos (g) onzas [oz] para el peso, y lux para la iluminación.

Tabla 1-1 Diseño, Fabricación y Especificaciones de Aceptabilidad

Tipo de Tarjeta Diseño Fabricación/Especificación de Aceptabilidad
Requisitos Genéricos IPC-2221 IPC-6011

Tarjetas Rígidas de Circuitos Impresos IPC-2222 IPC-6012
IPC-A-600

Tarjetas Flexibles IPC-2223 IPC-6013

Tarjetas Rígidas-Flexibles IPC-2222
IPC-2223 IPC-6013
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